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Abstract (en)
Method of producing consolidated or sealed bodies in the soil, in particular in the form of columns or laminations, in which a drill and injecting rod is
sunk and is withdrawn again while placing binder suspension, the rod being sunk by the auger drilling method, and excess material being drawn off
via the interior of the drill and injecting rod during the withdrawal of the rod and during the placing of the binder suspension. <IMAGE>

Abstract (de)
Verfahren zum Herstellen von verfestigten oder abdichtenden Kérpern im Boden, insbesondere in Form von Saulen oder Lamellen, bei dem
ein Bohr- und Injiziergestange (1) abgeteuft und unter Ausbringen von Bindemittelsuspension wieder gezogen wird, wobei das Gestange
(1) im Schneckenbohrverfahren niedergebracht wird und beim Ziehen des Gestanges (1) und beim Ausbringen der Bindemittelsuspension
UberschuBmaterial tiber das Innere des Bohr- und Injiziergestanges (1) abgefhrt wird. <IMAGE>
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